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Sposéb pogrubienia i zwiekszenia dokladnosci wymiaréw masek
do otrzymywania elektronicznych ukladéw mikromodulowych

1

Przedmiotem wynalazku jest spos6b pogrubienia
i zwiekszenia dokladno$ci wymiar6w masek do
otrzymywania elektronicznych ukladéw mikromo-
dutowych.

Sposéb wedlug wynalazku zapewnia uzyskanie
dokladnych wymiaré6w w stosowanych maskach
oraz zwieksza ich wytrzymalto§é przez pogrubienie,
umozliwiajgce wielokrotne uzycie masek.

Maski do mikromodulowych ukladéw najczeSciej
i najkorzystniej wykonuje sie metoda fotochemicz-
ng z cienkich blach lub folii metalowych o gru-
boSci ponizej 0,1 mm. .

Poniewaz w procesie fotochemicznym stosuje sie
roztwory trawigce, celem wykonania w plytce
z folii przeznaczonej na maske otworéw o ksztal-
tach i rozmieszczeniu wymaganym, nastepuje réw-
niez nadtrawienie §cian wytrawionych otworéw co
jest zrozumiale, bowiem roztwér trawigcy dziala
. nie tylko w giab folii, ale r6wniez na boki, wdzie-
rajac sie pod emulsje ubezpieczajaca te cze§¢ ma-
ski, ktéra nie powinna ulec wytrawieniu.

Po wytrawieniu nie uzyskuje sie idealnego, ré6w-
nego w przekroju otworu, gdyz nadtrawienie
»W bok materialu” spowoduje, iz bedzie on miat
ksztalt trapezu. Wykonanie mikromodutowych
ukiadéw elektronicznych wymaga stosowania ma-
sek, w ktérych otwory wykonane sg z bardzo duzg
dokladno$cig rzedu mikron6w i dlatego nadzery
muszg by¢é mozliwie minimalne, co jest mozliwe
przy uzyciu bardzo cienkich folii metalowych, lecz
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" wtedy wytirzymalo§¢ mechaniczna masek jest bar-

dzo ogramiczona i wielokrotne ich uzycie jest nie-
mozliwe.

Nawet przy jednokrotnymp stosowaniu, maski ta-
kie sg klopotliwe w uzyciu, a postugiwanie sie nimi
wymaga duzej uwagi i starannosci, gdyz latwo ule-
gaja mechanicznemu uszkodzeniu.

Ponadto wykonujac w ten sposéb maski nie da
sie uzyskaé otwor6w o prostych krawedziach, gdyz
nadzery spowodujg zawsze, iz krawedzie otworéw
beda przedstawialy ksztalt pily.

Celem wynalazku jest unikniecie wad i niedo-
godnos$ci opisanych wyzej sposobéw. Zadaniem wy-
nalazku jest opracowanie sposobu realizujgcego po-
stawiony cel. i

Cel ten osiagnieto przez opracowanie sposobu,
wedlug ktérego maske wykonang zmanym fotoche-
micznym sposobem poddaje sie procesowi elektro-
litycznej obrébki przy uzyciu prgdu o kierunku
naprzemiennym, badz tez maske wykonang znanym
sposobem z celowo wiekszymi wszystkimi ksztal-
tami otworéw poddaje sie obrbébce galwamicznej
przez zanurzenie w roztworach do metalizowania
chemiicznego, przy czym wielko§¢ pogrubienia maski
jest rébwna wielko§ci o jakg powiekszono ksztalty
otworéw, a uzyskanie wlaSciwych wymiaréw jest
regulowane czasem zanurzania maski w roztworze.

Spos6b wedlug wynalazku pozwala na uzyskanie
masek o dostatecznie duzej wytrzymato§ci mecha-
nicznej, umozliwiajgcej ich wielokrotne uzywanie,
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przy zapewnieniu dokladnych wymiaréw otworow
wykonanych w masce, przy czym krawedzie otwo-
r6w sg réwne (nie postrzgpione nadzerami). ’
Spos6b wedlug wynalazku przebiega nastepujgco.
Przyrost grubo$ci maski i kompensacje ,,pozab-
kowania” krawedzi otworé6w spowodowanego pro-

cesem trawienia uzyskuje sie przez poddamie maski’

procesowi galwanicznego pokrycia w znanych kg-
pielach galwanicznych stosujgc prgd o kierunku
naprzemiennym. W okresie katodowym nastepuje
przyrost grubo§ci na calej powierzchni maski,
w okresie anodowym mnatomiast zachodzi polero-
wanie i wyréwnywanie pozgbkowanych krawedzi
maski. ' (o

Powtarzajgc cykl wielokrotnie uzyska sie znaczne
pogrubienie maski z utrzymaniem zgdanych wy-
miaréw otwor6w w masce, przy jednoczeSnie réw-
nych krawedziach. Przyktadowo przy procesie mie-
dziowania stosuje sie kapiel kwasna o skladzie:
Pieciowodny siarczan miedzi CuSOQ4 + 5HyO w ilo-
§ci od 200 do 250 g/l i kwas siarkowy HySO4 0 ge-
stoéci 1,84 g/cm?® w iloSci od 30 do 70 g/l. Proces
prowadzi sie w temperaturze od 18°C do 25°C.

Najkorzystniej proces .przebiega przy nastepuja-
cych parametrach: odlegto§¢ miedzy elekrodami
9 cm, gesto§¢é pradu w okresie anodowym 2,5—
3 A/dcm?, '
1,5 A/dem?, czas trwania cyklu katodowego 9 sek,
czas trwamia ,cyklu amodowego 1 sek., stosunek
powierzchni katody do anody 1 : 2. }

Stosujac kapiele cyjamkaliczne uzyskuje sie zna-
cznie lepsze wyniki lecz proces wymaga duzej
ostroznoSci z uwagi na znaczng toksyczno$é ka-
pieli. .

Odmiang sposobu bedgcego przedmiotem wyna-
lazku, umozliwiajgcego nadanie maskom otrzyma-
nym metoda fotochemiczng bardzo dokladnych wy-
miaréw otworéw i duzej wytrzymato§ci mechanicz-
nej pozwalajacej na ich wielokrotne uzywanie, jest
proces chemicznego, bezpradowego pogrubienia
w roztworach wodnych.

W tym przypadku wykonuje sie maski znang me-
toda Totochemiczna, przy czym otwory w masce
wykonuje sie¢ specjalnie wieksze o takg wielko&é,
o jaka chee sie uzyskaé pogrubienie maski. W tym
celu maske o celowo wykonanych wiekszych otwo-
rach od wymaganych poddaje sie kolejno proce-
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sowi odtluszczenia, wytrawienia i zanurzenia w od-
powiednim roztworze. Wielko§¢ pogrubienia re-
guluje sie czasem zanurZenia. Przykladowo — po-
grubienie maski i uzyskanie wtasciwych wymiaréw
otwor6w uzyskuje sie przez niklowanie chemiczne

.w kapieli o skladzie:

Chlorek niklowy — Ni Cl - HyO w iloSci 30 g/1],
glikolan sodowy — NaCpH3O0; w iloSci 50 g/ll,
podfosforan sodowy— NaH,PO, w ilo$ci 10 g/1],
o wspéiezynniku pH od 4 do 6.

Temperatura kapieli od 40°C do 80°C. Czas
trwania zanurzenia od 40 do 80 minut.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb pogrubienia i zwiekszenia dokladno$ci
wymiaréw masek do otrzymywania elektronicz-
nych ukladé6w mikromodulowych znamienny
tym, ze wykonang znanym sposobem fotoche-
micznym maske, poddaje sie procesowi elektro-
litycznej obrébki przy uzyciu pradu o kierunku
naprzemiennym.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze ma-
ske umieszcza sie miedzy dwiema elektrodami
w elektrolicie, przy czym maska stanowi
w pierwszej fazie procesu galwanicznego ka-
tode, natomiast w drugiej fazie anode, a wie-
lokrotno§é powtarzania tego cyklu, gesto§é pra-
déw katodowych i anodowych i czas trwania
okresé6w katodowych i anodowych zalezne sg
od uzycia jednego ze znanych elektrolitéw, oraz
od zadanej dokladno§ci wymiaréw otworé6w
w masce i wielkoSei pogrubienia maski jakg
pragnie sie uzyskaé.

3. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1 znamienna
tym, ze podczas wytwarzania maski znang me-
toda fotochemiczng, wszelkie otwory w masce
o zadanym ksztalcie i rozmieszczeniu wykonuje
sie¢ odpowiednio wigksze, 0 wielko§é o jaka chce
sie uzyskaé pogrubienie maski, a nastepnie tak
wykonang maske, przygotowang znanym sposo-
bem do obrébki galwanicznej, zanurza sie w od-
powiednich znanych roztworach do metalizo-
wania chemicznego, przy czym maska stanowi
katalizator, na kt6rym osadza sie ré6wnomiernie
warstwa metalu, a regulujgc czas zanurzenia
uzyskuje sie zgdang dokladno$é wymiaréw.
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